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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Présidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
.etz Elektrotechnik + Automation® bekannt gegeben worden.

ICS 31.200

Elektronische Bauteile -

Langzeitlagerung elektronischer Halbleiterbauelemente —
Teil 5: Chip- und Wafererzeugnisse

(IEC 62435-5:2017);

Deutsche Fassung EN 62435-5:2017

Electronic components —

Long-term storage of electronic semiconductor devices —
Part 5: Die and wafer devices

(IEC 62435-5:2017);

German version EN 62435-5:2017

Composants électroniques —

Stockage de longue durée des dispositifs électroniques a semiconducteurs —
Partie 5: Dispositifs de puces et plaquettes

(IEC 62435-5:2017);

Version allemande EN 62435-5:2017
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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fiir die von CENELEC am 2017-02-24 angenommene Europ&ische Norm als DIN-Norm
ist 2017-10-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 62435-5:2013-10.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 631 ,Halbleiterbauelemente” der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 47 ,Semiconductor devices" erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der |IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch” zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
- bestatigt,

- zuriickgezogen,

- durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

- geandert.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Dokumenten

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden Deutschen
Dokumenten ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1 (1 von 2)

Europdisches Internationales Deutsches Dokument Klassifikat_ion im
Dokument Dokument VDE-Vorschriftenwerk
EN 60068-2-17 IEC 60068-2-17 DIN EN 60068-2-17 -
EN 60068-2-20 IEC 60068-2-20 DIN EN 60068-2-20 -
EN 60749-3 IEC 60749-3 DIN EN 60749-3 -
EN 60749-20-1 IEC 60749-20-1 DIN EN 60749-20-1 -
EN 60749-21 IEC 60749-21 DIN EN 60749-21 -
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Tabelle NA.1 (2 von 2)

Européisches Internationales Klassifikation im
Dokument Dokument Deutsches Dokument VDE-Vorschriftenwerk
EN 60749-22 IEC 60749-22 DIN EN 60749-22 -
EN 61340-2-1 IEC 61340-2-1 DIN EN 61340-2-1 VDE 0300-2-1
(VDE 0300-2-1)
EN 61340-5-1 IEC 61340-5-1 DIN EN 61340-5-1 VDE 0300-5-1
(VDE 0300-5-1)
- IEC/TS 61945 - -
- IEC/TR 62258-3 DIN IEC 62258-3 -
- IEC/TR 62380 - -
EN 62435 (alle Teile) | IEC 62435 (alle Teile) | DIN EN 62435 (VDE 0884-135) | VDE 0884-135
(alle Teile) (alle Teile)

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60068-2-17, Umweltpriifungen — Teil 2: Prtifungen — Priifung Q: Dichtheit

DIN EN 60068-2-20, Umgebungseinflisse — Teil 2-20: Priifungen — Prifung T: Prifverfahren fiir die
Létbarkeit und Lotwarmebesténdigkeit von Bauelementen mit herausgefiihrten Anschlissen

DIN EN 60749-3, Halbleiterbauelemente — Mechanische und klimatische Priifverfahren — Teil 3: AuRere
Sichtpriifung

DIN EN 60749-20-1, Halbleiterbauelemente — Mechanische und klimatische Priifverfahren — Teil 20-1:

Handhabung, Verpackung, Kennzeichnung und Transport oberflichenmontierbarer Bauelemente, die
empfindlich gegen die Kombination von Feuchte und Létwérme sind

DIN EN 60749-21, Halbleiterbauelemente — Mechanische und klimatische Priifverfahren — Teil 21: Létbarkeit

DIN EN 60749-22, Halbleiterbauelemente — Mechanische und klimatische Priifverfahren — Teil 22: Kontakt-
festigkeit (Bond-Strength)

DIN EN 61340-2-1 (VDE 0300-2-1), Elektrostatik — Teil 2-1: Messverfahren — Féhigkeit von Materialien und
Erzeugnissen, elektrostatische Ladungen abzuleiten

DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1), Elektrostatik — Teil 5-1: Schutz von elektronischen Bauelementen gegen
elektrostatische Phdnomene — Allgemeine Anforderungen

DIN EN 62435 (VDE 0884-135)(alle Teile), Elektronische Bauteile — Langzeitlagerung elektronischer Halb-
leiterbauelemente

DIN IEC 62258-3, Halbleiter-Chip-Erzeugnisse — Teil 3: Empfehlungen fiir die Praxis bei Handhabung,
Verpackung und Lagerung
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EUROPAISCHE NORM EN 62435-5

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2017

ICS 31.020

Deutsche Fassung

Elektronische Bauteile —
Langzeitlagerung elektronischer Halbleiterbauelemente —
Teil 5: Chip- und Wafererzeugnisse

(IEC 62435-5:2017)
Electronic components — Composants électroniques —
Long-term storage of electronic semiconductor Stockage de longue durée des dispositifs
devices — électroniques a semiconducteurs —
Part 5: Die and wafer devices Partie 5: Dispositifs de puces et plaquettes
(IEC 62435-5:2017) (IEC 62435-5:2017)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2017-02-24 angenommen. CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Déanemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumé&nien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten

S S ceNeLEs

Europaisches Komitee flr Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2017 CENELEC - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 62435-5:2017 D

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 62435-5:2017-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62435-5-2017-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62435-5-2017-10

DIN EN 62435-5 (VDE 0884-135-5):2017-10
EN 62435-5:2017

Europaisches Vorwort

Der Text des Dokuments 47/2328/FDIS, zukinftige 1. Ausgabe der IEC 62435-5, erarbeitet vom IEC/TC 47
~Semiconductor devices”, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als
EN 62435-5:2017 angenommen.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spéatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf

nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer

identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung

Ubernommen werden muss (dop): 2017-11-24
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen

werden missen (dow): 2020-02-24
Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren

kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht daftr verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 62435-5:2017 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab&nderung als
Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter ,Literaturhinweise* zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden
Anmerkungen einzutragen:

IEC 60068-2-17  ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60068-2-17.
IEC 60068-2-20 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60068-2-20.
IEC 60749-3 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60749-3.

IEC 60749-20-1 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60749-20-1.
IEC 60749-21 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60749-21.
IEC 60749-22 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60749-22.
IEC 61340-5-1 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61340-5-1.
IEC 61340-2-1 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 61340-2-1.
IEC/TR 62258-3  ANMERKUNG Harmonisiert als CLC/TR 62258-3.

IEC 62435-1 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 62435-1.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 62435-5:2017-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62435-5-2017-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62435-5-2017-10

BUropaiSCRESs VOIWOIT ... ..ottt e s e e e e eane e

I B LI G ettt e e et e oo e oo e et e e e e e e ee e e eeeee et eeeeeeette e e e e e eeaeeee e e e e e e aa e taaeaeaeaaaraaans

1
2

3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
44
45
46
4.7
438
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16

6.1
6.2
6.3

71
7.2
7.3

8.1
8.2
8.3

DIN EN 62435-5 (VDE 0884-135-5):2017-10

Inhalt

ANWENAUNGSDEIEICI.........iii ettt e et e a e ene e
NOrMAtiVe VEIWEISUNGEN ..ottt et e et e et e et e e te e s e e esinnaaas
Begriffe Und ADKUIZUNGEN. .......oii bbb bbb e bbb e e e e bbb s s e e e bbb aeeebanes
BEGIIE ...ttt e e e et e e e e ntt e e e ana e e e ant s aeeanneaaennneeeeaans
ADBKUFZUNGEN ...ttt a bt s e et et st e o8 £ 4a e £t £ 4t e em s £ et £ s £ et et £t et e e e e neeene e
LagerungSanforderUNGEN .........c.oii ittt ettt ettt ettt e b e b e e be e be b b e baeebbaas
AIIGEIMEINES ...ttt ettt bttt sttt st s st sttt bttt bttt b
BaUGIUPDENAALEN ...ttt et e e e e et e et a e e e e e e e aeaaaes
Voraussetzungen flr €ine Lagerung.........cccuvvveeeiiiiiecoiiiieeeiiieeeciee e
Beschadigungen von Chiperzeugnissen wahrend der Langzeitlagerung...............cccccoiiiiiiiiin..
Mechanische LagerungsbedinQUNGEN ..... ..ottt
Umgebungsbedingungen bei Langzeitlagerung ...t
Empfohlene Reinheit der InertgasatmoSPhare ...........cccoiviiiiiiiiiiiciecce e
Chemische VerunreiNigUNQ ... ... .o
VAKUUMVEIPACKUNG ..ottt ee ettt sttt bbbt 48t s 8588t
Uberdrucksysteme flr die VErpacKUNG..............ccocucueuiueiieceeeececee et e ecseeaeseee s esess s aesesesenesesse e senenanans
Verwendung von Verpackungsmaterialien mit Opfereigenschaften..................ccooi . 11
Verwendung von biologisch abbaubaren Materialien ...
PlaSMAIEINIGUNG . ...ttt e et e et e e e et e e e e e e et e e et eaaeeeeeaeeetaeeeeeeaeaeeaaeeeeeaaeeeaaaaeanaaaeaas
ElektrisChe EffEkie ..o s
SCHULZ VOI SETaNIUNG ...ttt st b bbbttt e et a e s
Wiederkehrende Qualifizierung von gelagerten Chip-Produkten. ...
Ausfallmechanismen bei der Langzeitlagerung .........cc..ooeeeeeeieeeeeeeeeeeeee e
Probleme, Verfahren, Verifizierung und Beschrankungen der Langzeitlagerung..........cccocccecevveeeenns 13
AlIGEMEBINES ... ettt e et oo ht e s et e e b e e e e bt e o s ame e b e e e e e e e e e e baaeeeneneas
L= ST PROTPP
[N =T 4 (el 3 1o U PO UTSRRSORRTO
Schadigungsmechanismen bei Nacktchips und Wafern............ccoooviiooiiiiciiiiiicecee e 16
DrahtbondfahigKeit ... e
AV L= g 2= 15 o TW g To =T o OSSOSO TR RRRR PR
Delaminierung an der ODErSEILE ........oou ittt
Besondere Probleme bei der Handhabung..........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiciccit et
Filmrahmen flr Chips auf Wafern ... ...
Lagerung von Bauelementen und Chips in gepragten oder gelochten Bandern..................ccooo.

HaNdhabUNGSSCRETEN ............ouiiiiiiceeiceeee ettt se e es s sa s es s s essse s s esaeamanssenenennas

Full document details: DIN EN 62435-5:2017-10

EN 62435-5:2017

Seite

© 00 ® ~N N N N N O;

o]

10
10
10
11

11
11
11
12
12
12

13
13
14

16
16
16
16
16
16
16

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62435-5-2017-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62435-5-2017-10

DIN EN 62435-5 (VDE 0884-135-5):2017-10

EN 62435-5:2017
Seite

Anhang A (informativ) AUdit-CheCKIStE ...........ooooueiiiieeeeee e e e 17
LItBratUPNIMWEISE ... ettt e e e e e e e e e e eeeeee e e et s s eaeeaae e emsssssssaeea e amsnsseeeeeeannssnnssssneeaesennnnnn 20
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren

entsprechenden europdischen PubliKationen .............couviiiiiiiiiiiiii e 22
Tabellen
Tabelle 1 — Belastungen fiir Wafer bei der Langzeitlagerung ... 14
Tabelle 2 — Belastungen fur Nacktchips bei der Langzeitlagerung ..... ... 15
Tabelle A.1 — ChecKIliSte ZUF PIANUNG . .......ocouiiiieeiiee ettt et e et e et a e e a e e e enne s e emana e e e eamnae s 17
4 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 62435-5:2017-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62435-5-2017-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62435-5-2017-10

DIN EN 62435-5 (VDE 0884-135-5):2017-10
EN 62435-5:2017

Einleitung
Dieses Dokument ist fir die Langzeitlagerung elektronischer Bauteile anwendbar.

Dies ist ein Dokument zur Langzeitlagerung elektronischer Bauelemente und bezieht sich auf die besten
heute bekannten Praktiken zur Langzeitlagerung. Fir die Anwendung dieses Dokuments ist die Langzeitlage-
rung definiert als jede Lagerung eines Bauelementes, deren mdégliche Dauer tber 12 Monate fur die Lang-
zeitlagerung des vorgesehenen Produkis betragen kann. Obwohl| dieses Dokument gedacht ist fiir die Lage-
rung von Halbleiterbauelementen ohne Gehause sowie elektronischen Bauelementen mit Gehause, wird in
diesem Dokument in keiner Weise die Lagerung von anderen Produkten unter den hier festgeschriebenen
Lagerungsbedingungen ausgeschlossen.

Obwohl sie stets in gewissem Umfang gegenwartig war, wurde die Obsoleszenz elektronischer Bauteile ins-
besondere von integrierten Schaltungen in den letzten Jahren zunehmend bedeutungsvoller.

Angesichts des derzeitigen technologischen Booms ist die wirtschaftliche Lebensdauer eines Bauteils mitt-
lerweile im Vergleich zu Industrieausriistungen in Bereichen wie Luftfahrt, Schienenverkehr oder Energie
sehr kurz geworden.

Die vielen Lésungen, die es erméglichen, der Obsoleszenz zu begegnen, sind jetzt erkannt. Allerdings mis-
sen der Auswahl einer dieser Lésungen sowohl eine technische Fallstudie als auch eine wirtschaftliche
Durchfihrbarkeitsstudie vorausgehen, und zwar abhéngig davon, ob die Lésung fur den Kundendienst oder
die Fertigung vorgesehen ist, wie zum Beispiel:

e Lagerung zur Abhilfe, sobald Bauteile nicht mehr langer am Markt sind,;

e Lagerung zur Pravention, um einer Erklarung der Obsoleszenz zuvorzukommen.

Wenn man die erwarteten Nutzungsdauern von einigen Anlagen, die manchmal einige Dekaden betragen,
die Qualifizierungszeiten und die Kosten der Nichtverfiigbarkeit, die ebenfalls sehr hoch sein kénnen, beriick-
sichtigt, sollte die anzuwendende Lésung fir die Obsoleszenz oft sehr zligig umgesetzt werden. Das ist der
Grund, warum die meistens gewahlte Lésung in der systematischen Lagerung der Bauteile besteht, welche
sich im Prozess einer werdenden Obsoleszenz befinden.

Die technischen Risiken dieser Lésung sind apriori recht gering. Sie erfordert jedoch eine perfekte Beherr-
schung des umgesetzten Prozesses und ganz besonders der Lagerungsbedingungen, wobei diese Beherr-
schung kritisch wird, wenn es zu einer Langzeitlagerung kommt.

Alle Mallnahmen zur Handhabung, zum Schutz, zur Lagerung und zur Prifung sollten empfehlungsgemaf
entsprechend dem Stand der Technik durchgefiihrt werden.

Die Anwendung der in diesem Dokument vorgeschlagenen Herangehensweise garantiert unter keinen Um-
standen, dass sich die gelagerten Bauteile am Ende der Lagerung in einwandfreiem Betriebszustand befin-
den. Sie ist nur ein Mittel, um die potenziellen und wahrscheinlichen Degradationsfaktoren so gering wie
mdéglich zu halten.

Einige Anwender elektronischer Bauelemente benétigen eine Lagerung elektronischer Bauelemente Uber
lange Zeitspannen. Oftmals werden Beschaffungen fir die gesamte Nutzungsdauer durchgefiihrt, um eine
Fertigung von Baugruppen aufrechtzuerhalten, die langer laufen soll als die Produktionsdauer der verwen-
deten Einzelteile. Das bringt den Anwender in eine Lage, die eine sorgfaltige und addquate Lagerung dieser
Teile erfordert, um die Létbarkeit wie im Anlieferzustand aufrechtzuhalten und Degradationseffekte an dem
Teil fur diesen Zeitraum so gering wie mdéglich zu halten. Die wesentlichen Degradationsfaktoren sind
Feuchte, elektrostatische Felder, ultraviolettes Licht, grole Temperaturschwankungen, Luftverunreinigungen
und Ausgasen.
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